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【57】申請專利範圍
1.　一種滴灌用槽體，包括：一底板；二側板分別連接該底板的兩側，與該底板構成一收容
空間用於乘載至少一介質；至少一給水槽在水平方向上設置於該側板相對該收容空間的

另一側，且該至少一給水槽用於承載至少一液體，每一該至少一給水槽包括在垂直方向

上由下而上設置的若干子滴漏區，該若干子滴漏區的最下方的一子滴漏區與該收容空間

相通；其中該子滴漏區之外的該若干子滴漏區與該收容空間均不相通。

2.　如請求項 1所述的滴灌用槽體，其中，該若干子滴漏區還包括若干滴漏層，個別設置在
每兩個相鄰的該若干子滴漏區之間，每一該若干滴漏層包括若干孔洞用於通過該至少一

液體。

3.　如請求項 1所述的滴灌用槽體，其中，該若干子滴漏區在垂直方向上的高度不同。
4.　如請求項 2所述的滴灌用槽體，其中，該些多個子滴漏區的若干孔洞的大小不同。
5.　如請求項 2所述的滴灌用槽體，其中，每一個該子滴漏區的不同區域的該至少一孔洞的
密度不同。

6.　如請求項 5所述的滴灌用槽體，其中，在垂直方向上由上而下，該多個子滴漏區的該至
少一孔洞的密度由小變大。

7.　如請求項 2所述的滴灌用槽體，其中，在垂直方向上，該最下方的子滴漏區與上一個子
滴漏區之間的該若干滴漏層的一滴漏層的相鄰若干孔洞是封閉的，使該至少一液體僅能

通過一半的該若干孔洞到達該最下方的子滴漏區。

8.　如請求項 1所述的滴灌用槽體，其中，該底板、該側板及該至少一給水槽是由紙製品透
過淋膜製成。

9.　如請求項 1所述的滴灌用槽體，其中，一紙板透過凹折工序及熱熔工序而形成該底板、
該側板及該至少一給水槽。

10.   一種如請求項 1所述的滴灌用槽體的使用方法，其中，包括：於一土壤中形成對應該滴
灌用槽體形狀的一凹槽；將該滴灌用槽體置入該凹槽；將該至少一介質置入該收容空

間；該若干子滴漏區的最上方的一子滴漏區連接該至少一液體；該至少一液體通過該最
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上方的該子滴漏區依序下降至最下方的一子滴漏區後才輸送至該收容空間接觸該至少一

介質；其中該子滴漏區之外的該若干子滴漏區與該收容空間均不相通。

圖式簡單說明

圖 1繪示一根據本發明的紙板的示意圖；圖 2繪示一根據本發明的滴灌用槽體的示意
圖；圖 3繪示一根據圖 2圈選處的放大示意圖；圖 4繪示一根據圖 2的一給水槽在箭頭 A方
向的剖面示意圖；及圖 5繪示一根據本發明的滴灌用槽體的使用方法流程圖。
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